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(57)  Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bearbei-
tung plattenférmiger Werkstucke (W), mit den Schritten:
Bereitstellen plattenférmiger Werkstiicke (W), die min-
destens eine erste Schicht, welche bevorzugtim wesent-
lichen aus Holz, Holzwerkstoffen oder dergleichen be-
steht, und eine zweite Schicht, welche harter ist als die
erste Schicht, aufweisen, Abtragen zumindest eines Ab-

Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung plattenféormiger Werkstiicke

schnitts der zweiten Schicht mittels mindestens eines La-
sers (12, 14), wobei der mindestens eine Laser (12, 14)
und die plattenférmigen Werkstlicke (W) relativ zueinan-
der bewegt werden, und Abtragen mindestens eines Ab-
schnitts der ersten Schicht mittels mindestens eines
spanabhebenden Werkzeugs (16, 18), wobei der abge-
tragene Abschnitt der ersten Schicht benachbart zu dem
abgetragenen Abschnitt der zweiten Schicht gelegen ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bear-
beitung plattenférmiger Werkstiicke, die mindestens ei-
ne erste Schicht, welche bevorzugt im wesentlichen aus
Holz, Holzwerkstoffen oder dergleichen besteht, und ei-
ne zweite Schicht, welche harter ist als die erste Schicht,
aufweisen, sowie eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des
Verfahrens.

Stand der Technik

[0002] Plattenférmige Werkstiicke wie Mdbelfronten
oder -korpusteile und insbesondere Fu3bodenpaneele
werden haufig mit einer Deckschicht versehen, die einen
hohen Abriebwiderstand und dementsprechend eine
groRRe Harte besitzt. Derartige Deckschichten werden bei
Fubodenpaneelen allgemein als "Overlay" bezeichnet
und bestehen beispielsweise aus einer Melaminharz-
schicht, die mit Hartpartikeln angereichertist, welche bei-
spielsweise aus Aluminiumoxid bestehen.

[0003] Die plattenformigen Werkstiicke miissen nor-
malerweise auch an ihren Schmalseiten bearbeitet wer-
den, beispielsweise um dort ein Nut- und Federprofil vor-
zusehen, das auch selbsteinrastend sein kann ("Klick-
profil"). Insbesondere bei Klickprofilen muss vergleichs-
weise viel Material von den plattenférmigen Werkstlicken
abgetragen werden, um die Feder zu bilden. Dabei hat
sich gezeigt, dass das Abtragen der harten Deckschich-
ten zu einem extrem hohen Verschlei an den Bearbei-
tungswerkzeugen fihrt, die Ublicherweise durch Fraser
gebildet sind. Bereits nach kurzer Zeit bilden sich an den
Bearbeitungswerkzeugen Riefen im Bereich der harten
Deckschichten. Dies flihrt zundchst dazu, dass die
Standzeit der Bearbeitungswerkzeuge gegeniber einer
reinen Holzbearbeitung extrem verkirzt wird, wodurch
sich lange Maschinenstillzeiten und hohe Kosten firr das
Nachschérfen oder ersetzen der Werkzeuge ergeben.
Dariber hinaus beeintrachtigt der friihzeitige Verschleild
der Bearbeitungswerkzeuge auch die Qualitat der her-
gestellten plattenférmigen Werkstlicke. Dies ist bei
FuBbodenpaneelen besonders kritisch, da die Bearbei-
tungsgenauigkeit im Bereich der harten Deckschicht fiir
das spatere Fugenmalf und somit das Erscheinungsbild
und die Dauerhaftigkeit eines PaneelfulRbodens von be-
sonderer Bedeutung ist.

Darstellung der Erfindung

[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bearbei-
tung mehrschichtiger plattenférmiger Werkstiicke bereit-
zustellen, bei denen der Werkzeugverschleil deutlich
vermindert ist.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl® durch
ein Verfahren nach Anspruch 1 und eine Vorrichtung
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nach Anspruch 8 geldst. Besonders vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind in den abhangigen Ansprii-
chen angegeben.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt der Gedanke
zugrunde, eine Zerspanung der harten Schicht(en) der
plattenférmigen Werkstlicke so weit wie mdglich zu ver-
meiden. Zu diesem Zweck ist erfindungsgemaf vorge-
sehen, dass zumindest ein Abschnitt der zweiten Schicht
mittels mindestens eines Lasers abtragen wird, wobei
der mindestens eine Laser und die plattenférmigen
Werkstlicke relativ zueinander bewegt werden. Auf diese
Weise wird das mindestens eine spanabhebende Werk-
zeug weitgehend oder vollstandig von einer Bearbeitung
der harten Deckschicht befreit, so dass der Werkzeug-
verschleifld deutlich vermindert wird. Hieraus ergibt sich
einer deutlich verlangerte Standzeit der spanabheben-
den Werkzeuge und entsprechend geringen Stillzeiten
sowie eine verbesserte Qualitat der bearbeiteten Werk-
stiicke.

[0007] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung sind
grundsatzlich vielféltige Kombinationen von nacheinan-
der durchgefiihrten Laserbearbeitungen und Spanwerk-
zeugbearbeitungen mdglich. Gemal einer Weiterbil-
dung der vorliegenden Erfindung ist jedoch vorgesehen,
dass die zweite Schicht zumindest teilweise vor der er-
sten Schicht abgetragen wird. Hierdurch wird die Wahr-
scheinlichkeit, die spanabhebenden Werkzeuge durch
die harte zweite Schicht zu beschadigen, stark vermin-
dert.

[0008] Im Hinblick auf die in Anspruch 1 genannten
Schichten der zu bearbeitenden plattenférmigen Werk-
stiicke ist zu beachten, dass die plattenformigen Werk-
stiicke selbstverstandlich auch eine gréRere Anzahl von
Schichten besitzen kdnnen, und dass beispielsweise die
zweite Schicht auch durch eine Mehrzahl von Schichten
gebildet sein kann, die harter sind als mindestens eine
andere Schicht des plattenférmigen Werkstlicks. Dar-
Uber hinaus kdnnen sich die Schichten prinzipiell auf be-
liebige Weise innerhalb der plattenformigen Werkstlicke
erstrecken. Als besonders vorteilhaft hat sich das erfin-
dungsgemalie Verfahren jedoch erwiesen, wenn sich die
erste und die zweite Schicht im wesentlichen in Platten-
ebene der plattenférmigen Werkstlcke erstrecken, wie
dies beispielsweise bei Mobelteilen oder Fubodenpa-
neelen der Fall ist. Dabei kommt das erfindungsgemafie
Verfahren besonders bevorzugt zum Einsatz, wenn der-
artige plattenférmige Werkstlicke im Bereich seiner
Schmalseite profiliert werden sollen, beispielsweise im
Bereich des ersten Abschnitts mit einem Nut- und Fe-
derprofil versehen werden sollen.

[0009] GemaR einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist vorgesehen, dass der mindestens eine Ab-
schnitt der zweiten Schicht durch mindestens zwei Laser
abgetragen wird, die bevorzugt unterschiedliche Abtrag-
breiten aufweisen. Bei dieser Vorgehensweise kann ein
Laser, insbesondere der mit der geringeren Abtragbreite,
eingesetzt werden, um einen scharfen und prazisen
Trennschnitt zu erzeugen, wahrend ein anderer Laser,
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insbesondere der mit der groReren Abtragbreite, fir ei-
nenweniger prazisen, aber flachigen Abtrag zum Einsatz
kommen kann. Hierdurch ergibt sich eine ebenso wirt-
schaftliche wie prazise Verfahrensweise.

[0010] Alternativ oder zuséatzlich ist gemaR einer Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung vorgesehen, dass
der mindestens eine Abschnitt der ersten Schicht in zwei
Schritten abgetragen wird, wobei im ersten Schritt die
erste Schicht derart bearbeitet wird, dass ein weiterer
Abschnitt der zweiten Schicht von dem plattenférmigen
Werkstlick getrennt wird. Auf diese Weise kann ein
GroRteil der harten zweiten Schicht von dem plattenfor-
migen Werkstiick getrennt werden, ohne dass die harte
zweite Schicht zerspant werden muss, was nicht nur die
Werkzeuge schont, sondern auch die Spanabfuhr ver-
mindert bzw. entbehrlich macht. Dabei ist zu beachten,
dass die Abfuhr der Spane der harten zweiten Schicht
besonders kritisch ist, da sich bei einer Verspanung der
harten zweiten Schicht ein Spanestrahl ergibt, der auch
zu erheblichen Beschadigungen der Spanabsaughaube
oder ahnlichen Spanabfuhrmitteln fiihrt.

[0011] Ein besonders wirtschaftliches und zlgiges
Verfahren erhalt man, wenn die oben genannten Verfah-
rensschritte simultan an zwei gegentiberliegenden Sei-
ten der plattenformigen Herzstilicke aufgefiihrt werden.
Dies bietet sich insbesondere bei Werkstiicken an, die
an gegeniberliegenden Seiten beispielsweise mit Nut
und Feder versehen werden sollen.

[0012] Eine besonders effiziente und einfach aufge-
baute Vorrichtung gemaf der vorliegenden Erfindung ist
in Anspruch 8 definiert.

[0013] Dabeiist es besonders bevorzugt, dass minde-
stens ein Laser der Vorrichtung in Férderrichtung strom-
aufwarts des mindestens einen spanabhebenden Werk-
zeugs vorgesehen ist. Hierdurch Iasst sich die Gefahr
vermindern, dass das mindestens eine spanabhebende
Werkzeug durch die harte zweite Schicht beschadigt
wird.

[0014] Weitere bevorzugte Ausfiihrungsformen der er-
findungsgemafRen Vorrichtung ergeben sich aus den ab-
héngigen Anspriichen, wobei sich die oben entspre-
chend diskutierten Vorteile erzielen lassen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015]

Fig. 1 zeigt schematisch eine Draufsicht einer Bear-
beitungsvorrichtung geman der vorliegenden Erfin-
dung;

Fig. 2 zeigt schematisch eine teilweise Schnittan-
sicht zweier gemaR der vorliegenden Erfindung her-
gestellter Werkstlicke;

Fig. 3 zeigt schematisch eine teilweise Schnittan-
sicht der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung, wobei der
Schnitt entlang der Linie A-A in Fig. 1 gefiihrt ist;
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Fig. 4a zeigt schematisch eine teilweise Schnittan-
sicht der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung, wobei der
Schnitt entlang der Linie B-B in Fig. 1 gefiihrt ist;

Fig. 4b zeigt schematisch eine teilweise Schnittan-
sicht der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung, wobei der
Schnitt entlang der Linie B-B in Fig. 1 gefiihrt und
die Betrachtungsrichtung umgekehrt ist;

Fig. 5 zeigt schematisch eine teilweise Schnittan-
sicht der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung, wobei der
Schnitt entlang der Linie C-C in Fig. 1 gefihrt ist.

Bevorzugte Ausfiihrungsformen der vorliegenden Erfin-
dung

[0016] Bevorzugte Ausfihrungsformen der vorliegen-
den Erfindung werden nachfolgend ausfihrlich unter Be-
zugnahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrie-
ben.

[0017] Fig. 1 zeigt schematisch eine Draufsicht einer
Bearbeitungsvorrichtung 10 geman der vorliegenden Er-
findung. Die Bearbeitungsvorrichtung 10 dient zur Bear-
beitung plattenférmiger Werkstiicke W, um beispielswei-
se FuRbodenpaneele herzustellen, wie sie in Fig. 2 sche-
matisch in einer Schnittansicht gezeigt sind. Wie in Fig.
2 zu erkennen ist, besitzen die plattenférmigen Werk-
stlicke W jeweils eine erste Schicht 1 und eine zweite
Schicht 2, die sich in der Plattenebene der plattenférmi-
gen Werkstlicke W erstrecken. Dabei besitzt die zweite
Schicht 2 eine gréRere Harte als die erste Schicht 1, wo-
bei die Harte beispielsweise als Brinell-Harte gemessen
werden kann. Die Materialien der ersten Schicht 1 und
der zweiten Schicht 2 sind im Rahmen der vorliegenden
Erfindung nicht besonders beschrankt, allerdings wird es
sich in vielen Anwendungen bei der ersten Schicht 1 um
eine Tragschicht handeln, die im wesentlichen aus Holz,
Holzwerkstoffen oder dergleichen besteht, wahrend die
zweite, hartere Schicht 2 haufig eine abriebresistente
Deckschicht sein wird, die beispielsweise durch eine mit
Hartpartikeln (wie Aluminiumoxid) versehene Melamin-
harzschicht gebildet sein kann.

[0018] Fig. 1 zeigt in kombinierter Weise zwei Ausflih-
rungsformen der Bearbeitungsvorrichtung 10, wobei auf
der rechten Seite von Fig. 1 die Bearbeitungseinheiten
gemal einer ersten Ausfiihrungsform der vorliegenden
Erfindung gezeigt sind, wahrend auf der linken Seite von
Fig. 1 die Bearbeitungseinheiten gemal einer zweiten
Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung gezeigt
sind. Diese Ausfiihrungsformen kénnen durchaus wie in
Fig. 1 gezeigt miteinander kombiniert werden. Ebenso
ist es moglich, die in Fig. 1 gezeigten Bearbeitungsein-
heiten jeweils symmetrisch auf beiden Seiten in Fig. 1
vorzusehen, oder Bearbeitungseinheiten nur auf einer
Seite in Fig. 1 anzuordnen.

[0019] Die Bearbeitungsvorrichtung 10 umfasst zu-
nachst eine Fordereinrichtung 20, beispielsweise in
Form eines Ketten- oder Riemenférderers, zum Férdern
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zu bearbeitender, plattenférmiger Werkstiicke W in einer
durch einen Pfeil angegebenen Foérderrichtung. Unter
Bezugnahme auf die rechte Seite von Fig. 1 sind gemaf
der ersten Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung
entlang der Férdereinrichtung 20 zunéchst ein erster La-
ser 12, danach ein zweiter Laser 14 und schlie3lich ein
spanabhebendes Werkzeug 18, beispielsweise in Form
eines Profilfrasers, angeordnet. Bei den Lasern 12, 14
handelt es sich bevorzugt um CO,-Laser, wobei jedoch
auch andere Laserarten wie beispielsweise Diodenlaser,
Nd:YAG-Laser, Excimer-Laser oder dergleichen zum
Einsatz kommen kdénnen. Die Leistung des Lasers istim
Rahmen der vorliegenden Erfindung nicht besonders be-
schrankt, sollte jedoch derart eingestellt werden, dass
bei einer vorgegebenen Fordergeschwindigkeit der plat-
tenférmigen Werkstlcke die zweite Schicht 2 vollstandig
durchtrennt wird. Ferner kann es sich bei den Lasern 12
und 14 um identische Laser handeln, jedoch ist es be-
vorzugt, dass der zweite Laser 14 eine grolRere Abtrag-
breite besitzt als der erste Laser 12, wie unten stehend
noch naher erlautert wird.

[0020] Unter Bezugnahme auf die linke Seite von Fig.
1 umfasst eine zweite Ausfiihrungsform der erfindungs-
gemalen Vorrichtung ebenfalls zunachst einen Laser
12, wie er oben beschrieben wurde, und daran anschlie-
Rend ein erstes spanabhebendes Werkzeug 16 und ein
zweites spanabhebendes Werkzeug 18. Bei dem ersten
spanabhebenden Werkzeug 16 handelt es sich in der
vorliegenden Ausflhrungsform um ein S&geblatt, des-
sen Rotationsachse sich im wesentlichen senkrecht zur
Ebene der plattenférmige Werkstiicke W erstreckt. Bei
dem Bearbeitungswerkzeug 18 handelt es sich hier er-
neut um einen Profilfraser.

[0021] Der Betrieb der ersten Ausfiihrungsform der er-
findungsgemaRen Vorrichtung bzw. eine erste Ausfih-
rungsform des erfindungsgeméafien Verfahrens wird
nachfolgend unter Bezugnahme auf die Figuren 3, 4a
und 5 beschrieben. Zunachst wird, wie in Fig. 3 gezeigt,
ein entlang der Fordereinrichtung 20 gefordertes, plat-
tenférmiges Werkstiick W durch den ersten Laser 12 der-
art bearbeitet, dass ein erster Abschnitt 2’ der zweiten
Schicht 2 abgetragen wird. Dabei erstreckt sich dieser
Abschnitt 2’ vollstandig durch die zweite Schicht 2 und
kann sich gegebenenfalls auch in die erste Schicht 1 er-
strecken. AnschlieBend wird das plattenformige Werk-
stiick W zum zweiten Laser 14 weitergefordert, der einen
weiteren Abschnitt 2” der zweiten Schicht 2 vollstandig
abtragt (Fig. 4a). Dabei ist, wie ein Vergleich der Figuren
3 und 4a zeigt, die Abtragbreite des zweiten Lasers 14
groRer als diejenige des ersten Lasers 12. Anschlieend
erreicht das plattenférmige Werkstlick W das Bearbei-
tungswerkzeug bzw. den Profilfraser 18, wo die dem Pro-
filfrdser 18 zugewandte Schmalseite des plattenférmigen
Werkstlicks W mit einer gewlinschten Profilierung ver-
sehen wird, beispielsweise mit einer Nut oder einer Fe-
der. AnschlieRend wird das plattenformige Werkstiick W
ausgefordert. Dabei ist zu beachten, dass das platten-
férmige Werkstlick durch die Férdereinrichtung 20 kon-
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tinuierlich (im Durchlauf) oder diskontinuierlich geférdert
werden kann.

[0022] Der Betrieb der zweiten Ausfihrungsform der
erfindungsgemaRen Vorrichtung 10 bzw. eine zweite
Ausfiihrungsform des erfindungsgeméafien Verfahrens
wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Figuren 3,
4bund 5beschrieben. Zunachstwird, wie in Fig. 3 gezeigt
und bereits unter Bezugnahme auf die erste Ausfih-
rungsform beschrieben, ein durch die Férdereinrichtung
gefordertes, plattenférmiges Werkstiick W durch den er-
stenLaser 12 derartbearbeitet, dass im Bereich der zwei-
ten Schicht 2 ein erster Abschnitt 2’ abgetragen wird.
Anschlielend wird, wie in Fig. 4b gezeigt, durch die Sage
16 ein Abschnitt 1’ der ersten Schicht derart abgetragen,
dass der benachbarte Abschnitt 2” der zweiten Schicht
2 vollstéandig von dem plattenférmigen Werkstiick W ge-
I6st wird. Auf diese Weise kann ein Grol3teil der harten
Schicht 2 ohne Zerspanung desselben von dem platten-
férmigen Werkstuck W getrennt werden. AnschlieRend
wird, wie ebenfalls bereits bei der ersten Ausfiihrungs-
form beschrieben, die Stirnseite des plattenférmigen
Werkstlicks W durch den Profilfraser 18 mit einem ge-
wunschten Profil versehen.

[0023] Zusatzlich zu den oben beschriebenen Ausflih-
rungsformen ist zu beachten, dass die vorliegende Er-
findung in ihrer allgemeinsten Zielrichtung darauf ab-
stellt, dass die erste Schicht 1 der plattenférmigen Werk-
stlicke W durch ein spanabhebendes Werkzeug und die
zweite Schicht 2 der plattenformigen Werksticke W
durch einen Laser abgetragen wird. Vor diesem Hinter-
grund umfasst die vorliegende Erfindung auch Vorrich-
tungen, die lediglich einen Laser 12 und ein Bearbei-
tungswerkzeug 18 in Kombination mit einer Férderein-
richtung 20 aufweisen. In diesem Falle umfasst das er-
findungsgemaRe Verfahren lediglich die in Fig. 3 und 5
gezeigten Verfahrensschritte.

[0024] SchlieRlichistzu beachten, dass das Verfahren
bzw. die Vorrichtung geman der vorliegenden Erfindung
mit einer Vielzahl zusatzlicher Verfahrensschritte bzw.
Vorrichtungsbauteilen erganzt und kombiniert werden
kann. So ist es beispielsweise mdglich, stromaufwarts
des ersten Lasers 12 Vorfrasaggregate oder dergleichen
vorzusehen, um bereits einen Teil der ersten Schicht 1
an geeigneter Stelle abzutragen und somit den Profilfra-
ser zu entlasten.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Bearbeitung plattenférmiger Werk-
stlicke (W), mit den Schritten:

Bereitstellen plattenférmiger Werkstiicke (W),
die mindestens eine erste Schicht (1), welche
bevorzugt im wesentlichen aus Holz, Holzwerk-
stoffen oder dergleichen besteht, und eine zwei-
te Schicht (2), welche harter ist als die erste
Schicht, aufweisen,
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Abtragen zumindest eines Abschnitts (2, 2”) der
zweiten Schicht (2) mittels mindestens eines La-
sers (12, 14), wobei der mindestens eine Laser
(12, 14) und die plattenférmigen Werkstlicke
(W) relativ zueinander bewegt werden, und
Abtragen mindestens eines Abschnitts (1, 1”)
der ersten Schicht (1) mittels mindestens eines
spanabhebenden Werkzeugs (16, 18), wobei
der abgetragene Abschnitt (1°, 1”) der ersten
Schicht (1) benachbart zu dem abgetragenen
Abschnitt (2’, 2”) der zweiten Schicht (2) gele-
gen ist.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Schicht (2) zumindest teil-
weise vor der ersten Schicht (1) abgetragen wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Schichten (1, 2) im we-
sentlichen in Plattenebene der plattenférmigen
Werkstlicke (W) erstrecken und bevorzugt der min-
destens eine Abschnitt (1, 1) der ersten Schicht (1)
im Bereich mindestens einer Schmalseite (W’) ab-
getragen wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der minde-
stens eine Abschnitt (2°, 2”’) der zweiten Schicht (2)
durch mindestens zwei Laser (12, 14) abgetragen
wird, die bevorzugt unterschiedliche Abtragbreiten
aufweisen.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der minde-
stens eine Abschnitt (1°, 1) der ersten Schicht (1)
in zwei Schritten abgetragen wird, wobei im ersten
Schritt die erste Schicht (1) derart bearbeitet wird,
dass ein weiterer Abschnitt (2") der zweiten Schicht
(2) von dem plattenférmigen Werkstiick (W) getrennt
wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass durch Abtra-
gen des mindestens einen Abschnitts (1, 1) der er-
sten Schicht (1) ein nutartiges bzw. federartiges Pro-
fil an der ersten Schicht (1) erzeugt wird, insbeson-
dere ein sogenanntes Klickprofil.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verfah-
rensschritte an zwei gegeniiberliegenden Seiten der
plattenférmigen Werkstlicke (W) im wesentlichen si-
multan ausgefiihrt werden.

Bearbeitungsvorrichtung (10) zur Durchfiihrung des
Verfahrens nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, umfassend:
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10.

11.

12.

13.

mindestens ein spanabhebendes Werkzeug
(16, 18), das bevorzugt zur Bearbeitung von
Holz, Holzwerkstoffen oder dergleichen geeig-
net ist,

mindestens einen Laser (12, 14), und

eine Fordereinrichtung (20) zur Erzeugung einer
Relativbewegung zwischen dem mindestens ei-
nen spanabhebenden Werkzeug (16, 18) bzw.
dem mindestens einen Laser (12, 14) einerseits
und zu bearbeitenden plattenférmigen Werk-
stlicken (W) andererseits.

Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein La-
ser (12, 14) in Forderrichtung stromaufwarts des
mindestens einen spanabhebenden Werkzeugs
(16) vorgesehen ist.

Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens
zwei Laser (12, 14) aufweist, die bevorzugt unter-
schiedliche Abtragbreiten aufweisen.

Bearbeitungsvorrichtung nach einem der Anspriiche
8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens zwei spanabhebende Werkzeuge (16, 18) vor-
gesehen sind.

Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass ein erstes spanab-
hebendes Werkzeug (16) durch eine Sége gebildet
ist, und/oder dass ein zweites spanabhebendes
Werkzeug (18) durch einen Profilfraser gebildet ist.

Bearbeitungsvorrichtung nach einem der Anspriiche
8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass auf zwei
gegenuberliegenden Seiten der Fdrdereinrichtung
(20) jeweils mindestens ein Laser (12, 14) und min-
destens ein spanabhebendes Werkzeug (16, 18)
vorgesehen sind.

Geéanderte Patentanspriiche gemass Regel 86(2)
EPU.

1. Verfahren zur Bearbeitung plattenférmiger Werk-
stlicke (W), mit den Schritten:

Bereitstellen plattenférmiger Werkstiicke (W),
die mindestens eine erste Schicht (1), welche
im wesentlichen aus Holz, Holzwerkstoffen oder
dergleichen besteht, und eine zweite Schicht
(2), welche harter ist als die erste Schicht, auf-
weisen,

Abtragen zumindest eines Abschnitts (2’, 2”) der
zweiten Schicht (2) mittels mindestens eines La-
sers (12, 14), wobei der mindestens eine Laser
(12, 14) und die plattenférmigen Werkstlicke
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(W) im Durchlauf relativ zueinander bewegt wer-
den, und

Abtragen mindestens eines Abschnitts (1°, 17)
der ersten Schicht (1) mittels mindestens eines
spanabhebenden Werkzeugs (16, 18), wobei
der abgetragene Abschnitt (1°, 1”) der ersten
Schicht (1) benachbart zu dem abgetragenen
Abschnitt (2’, 2”) der zweiten Schicht (2) gele-
gen ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Schicht (2) zumindest teil-
weise vor der ersten Schicht (1) abgetragen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Schichten (1, 2) im we-
sentlichen in Plattenebene der plattenférmigen
Werkstlicke (W) erstrecken und bevorzugt der min-
destens eine Abschnitt (17, 1”’) der ersten Schicht (1)
im Bereich mindestens einer Schmalseite (W’) ab-
getragen wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine Abschnitt (2, 2”) der zweiten Schicht
(2) durchmindestens zwei Laser (12, 14) abgetragen
wird, die bevorzugt unterschiedliche Abtragbreiten
aufweisen.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine Abschnitt (17, 1”’) der ersten Schicht (1)
in zwei Schritten abgetragen wird, wobei im ersten
Schritt die erste Schicht (1) derart bearbeitet wird,
dass ein weiterer Abschnitt (2”) der zweiten Schicht
(2) von dem plattenférmigen Werkstiick (W) getrennt
wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass durch
Abtragen des mindestens einen Abschnitts (1°, 1”)
der ersten Schicht (1) ein nutartiges bzw. federarti-
ges Profil an der ersten Schicht (1) erzeugt wird, ins-
besondere ein sogenanntes Klickprofil.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
fahrensschritte an zwei gegenuberliegenden Seiten
der plattenférmigen Werkstlicke (W) im wesentli-
chen simultan ausgefihrt werden.

8. Bearbeitungsvorrichtung (10) zur Durchfiihrung
des Verfahrens nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, umfassend:

mindestens ein spanabhebendes Werkzeug
(16, 18), das zur Bearbeitung von Holz, Holz-
werkstoffen oder dergleichen geeignet ist,

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mindestens einen Laser (12, 14), und

eine Durchlaufférdereinrichtung (20) zur Erzeu-
gung einer Relativbewegung im Durchlauf zwi-
schen dem mindestens einen spanabhebenden
Werkzeug (16, 18) bzw. dem mindestens einen
Laser (12, 14) einerseits und zu bearbeitenden
plattenférmigen Werkstiicken (W) andererseits.

9. Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein La-
ser (12, 14) in Forderrichtung stromaufwarts des
mindestens einen spanabhebenden Werkzeugs
(16) vorgesehen ist.

10. Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens
zwei Laser (12, 14) aufweist, die bevorzugt unter-
schiedliche Abtragbreiten aufweisen.

11. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der An-
spriiche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens zwei spanabhebende Werkzeuge (16,
18) vorgesehen sind.

12. Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass ein erstes spanab-
hebendes Werkzeug (16) durch eine Sage gebildet
ist, und/oder dass ein zweites spanabhebendes
Werkzeug (18) durch einen Profilfraser gebildet ist.

13. Bearbeitungsvorrichtung nach einem der An-
spriiche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
auf zwei gegentberliegenden Seiten der Forderein-
richtung (20) jeweils mindestens ein Laser (12, 14)
und mindestens ein spanabhebendes Werkzeug
(16, 18) vorgesehen sind.
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